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Die Erforschung von KupferschweiRverbindungen ist
sowohl theoretisch also auch praktisch von groflem
Interesse. Hochreines Kupfer besitzt eine sehr hohe
elektrische Leitfahigkeit, weshalb es in elektrischen
Bauteilen als Leitermaterial verwendet wird. Durch
den starken Ausbau der Elektromobilitat wird der
Werkstoff in immer groBeren Mengen bendtigt und
verwendet.

Die Materialeigenschaften von Kupfer, hohe Duktilitat
und Kaltverfestigung, machen die Vorhersage des
Verhaltens schwierig. Bei Schweillverbindungen sind
zusatzlich die unterschiedlichen Eigenschaften von
SchweiRnaht, Warmeeinflusszone und Grundmaterial
zu beachten.

Die digitale Bildkorrelation (DIC) ist ein Verfahren zur
optischen Messung von Verschiebungsfeldern, aus
welchen dann Dehnungsfelder berechnet werden
konnen. Kombiniert man diese Technik mit
werkstoffmechanischen  Versuchen (Zugversuch,
Ermidungsversuch) kann das Materialverhalten
bestimmt und in Folge auch simuliert werden.

Ziel dieser Arbeit ist, das statische und zyklische Materialverhalten von Kupfer und
KupferschweiBverbindungen zu bestimmen und vorhersagen zu kénnen.

Hierzu sollen versuchsbegleitende DIC-Daten gewonnen, analysiert und ausgewertet werden. Im besten Fall
kann in Kombination mit den Kraftmesswerten der Versuchsdaten direkt ein Materialmodell abgeleitet bzw.
kalibriert werden. Dieses Materialmodell kann dann fiir eine FE-Simulation genutzt werden, um das Verhalten
des gesamten Bauteils vorherzusagen.

Méogliche Schwerpunkte der Arbeit kdnnen sein:

e Erarbeitung in die Grundlagen der digitalen Bildkorrelation (DIC)

e Bestimmung der Dehnungsfelder aus DIC-Daten

e Erarbeitung in elastisch-plastische Materialmodelle flir metallische Werkstoffe

e Kalibrierung eine geeigneten Materialmodells

e Validierung des Materialmodells durch FE-Simulation von Proben bzw. Bauteilen
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